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Die SECOR Group hat nur einen FOKUS, IHR Unternehmen RESILIENTER zu machen…
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Vorteil: SECOR SDV CONCEPTs am Beispiel der Automobilindustrie

Halbleiter 
tauschbar 

vor SOP & im Feld

Resiliente 
Halbleiter 

auf 3 Kontinenten 
hergestellt

Verkürzte 
Entwicklungszeit  

China Speed

Software modular, 
fehlerfrei

mit zertifizierter
Schnittstelle

09/2025 Vorstellung 
SECOR SDV CONCEPT CAR

09.-14.09.2025
angefragt

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Pixel, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

SECOR SDV 
CONCEPT
Erklärvideo 

10.-13.03.2025
geplant

Vertraulich Öffentlich 
Geheim 

https://www.secor-cl.com/de/sdv-concept/
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Computer Compatibility 

à la IBM PC

Hardware
x86 Prozessor  

Technik: Transfer des Konzepts des „IBM-kompatiblen PCs“ auf das 
Auto der Zukunft – den SDV (Software Defined Vehicle)

Software
MS DOS  

SDV Compatibility 

à la SECOR

Standard Schnittstelle
für Datenaustausch zwischen

Hardware1) & Software1) 

SECOR LIBRARY
Modular, fehlerfreie Software

für Zonale-/ Bauteil-spezifische 

Funktionen im Fahrzeug

SECOR CHIPS 
Resilient & Compatible

C O M P A T I B L E

SECOR SDV CONCEPT CAR

API

1) Offen für Drittanbieter

Vertraulich Öffentlich 
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Lösungsansatz: SECOR SDV CONCEPT definiert einen Standard für Hardware und 
Software, den Drittanbieter nutzen können, a la „IBM-kompatiblen PC“ (x86) für den SDV

Das SECOR-Team hat eine patentgesicherte Produktinnovation für Software Defined Vehicle (SDV) entwickelt, 

die erstmalig im Automobilbereich Hardware und Software standardisiert austauschbar macht. 

› Neuer universell einsetzbarer Halbleiter (von der Steuerung des Fensterhebers bis zur Motorsteuerung)

› Komplexität wird reduziert → weniger verschiedene Chips → vereinfachte Stücklisten mit vereinfachter Logistik  

› Generationsübergreifende Updates der Hardware bei gleicher Software (wie beim x86 PC)

› Resilienter, da die Halbleiter in mindestens 2 Fabriken auf unterschiedlichen Kontinenten 

produziert werden

› Software ist standardisiert, kommt aus der „Library“ und ist mehrfach verwendbar 

→ vereinfachte und verkürzte Entwicklungsprozesse mit gleichzeitig höherer Qualität / 

Produktreife zur Markteinführung 

› Die Software ermöglicht eine sichere Nutzung 

› Effiziente, nachträgliche, software-basierte Sonderausstattung („Dog Mode“ bei Tesla) 

Vertraulich 

x86 PC

Öffentlich 
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Software – standardisiert (analog x86 PC) 

- Modulare Softwarepakete beschleunigen den 

Entwicklungsprozess bis zum SOP

- Wiederverwendung der Software aufgrund 

standardisierter HL (binär-kompatibel wie bei x86 PCs) 

Einmal programmierte fehlerfreie Software kann auf gleicher 

Prozessoren-Familie immer wieder verwendet werden.

Hardware – standardisiert (analog x86 PC) 

- Standarisierte HL (binär-kompatible Prozessoren auf 

RISC-V Basis) ermöglichen resiliente Lieferketten

- Industrie-weite Vergabe der Hardware an 

min. 2 Fabs auf unterschiedlichen Kontinenten

- Austausch von Hardware im Rahmen des 

Entwicklungsprozesses und in der Nutzungsphase

(Kompatibilität der Halbleiter-Pins) 

Patent angemeldet: Nach Aussagen von C-Level Managern der Automobilindustrie 
könnte das SECOR SDV CONCEPT ein Game Changer sein – Warum? 

Software Module wiederverwendbar & Hardware wechselbar, resilient 

d.h. verfügbar auch in der nächsten Halbleiterkrise 

Öffentlich 
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Go to Market Strategy: Roadmap 2025 bis zum industrieweiten SDV-Konsortium

SECOR SDV Board #1
Abhängig von Schalter, 
Temperatursensor 
reagieren LED / Motor

12/2024

SDV-

Konferenz

SECOR Patent
(80+ Seiten)

SECOR SDV DEVELOPMENT KIT 0.1 
Zonale E/E Architektur, aufbauend auf  PoC#1

SECOR SDV CONCEPT CAR
Fahrbare Chassis / Prototyp mit zonaler 
E/E Architektur, tauschbare Chips 

08/2025

09/2025

04/2024

Sammlung von funktionalen Software Modulen,  

basiert auf Mikroprozessor mit Multi Core RISC-V SoC FPGA  
SECOR LIBRARY 

SECOR SDV 
CONCEPT 
PoC #1

03/2025

SECOR SDV 
DEVELOPMENT KIT 1.0 
Tauschbare RISC-V Chips, 
zonale E/E Architektur

04/2025

beauftragt 

2nd Source SoC 

(System on Chip)

Industrieweites 
SDV-Konsortium

Vertraulich Öffentlich 

11. – 13.03.25
Nürnberg

09. - 14.09.2025, MUC
eWolf | SECOR 

inside 1.0

eWolf | SECOR 

inside 2.0

SW
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Wir laden Sie ein auf die embedded world 2025
am 11.-13.03.2025 in Nürnberg, Halle 2, Stand 637g

SECOR Stand:

2-637g

Als vom BMWK gefördertes Startup können wir 

Ihnen  Freikarten für die embedded world 2025 

anbieten.

Weltneuheit:
zum Patent 
angemeldetes 
SECOR 
SDV CONCEPT 
Board #1

SECOR SDV 
CONCEPT 

PoC

www.embedded-world.de

Link: embedded world | Aussteller finden

https://www.embedded-world.de/de-de/aussteller-produkte/aussteller-finden#o=%2CRelevance&q=SECOR&e=0
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